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Abstract (en)
Prodn. of tinned copper (alloy) strip or sheet involves rolling the copper semi-finished strip product with a textured work roll to achieve an average
roughness depth of 3-12 mu m and continuously coating the strip with tin (alloy), such that the ratio of the average roughness depth to tin layer
thickness is greater than 1.2, pref. greater than 2.

Abstract (de)
Fur die unterschiedlichsten Anwendungsfalle, insbesondere im Baubereich, besteht der Wunsch nach dekorativen mattsilberfarbigen Oberfléachen,
die von einer Bewitterung oder einer Behandlung mit chemischen Lésungen unabhangig sind. Das erfindungsgemafe Verfahren zur Herstellung
einer verzinnten Oberflache, vorzugsweise auf gewalzten Kupfer- oder Kupferlegierungsbandern, sieht zunachst eine mechanische Behandlung
mittels einer texturierten Arbeitswalze vor, mit der auf einer Bandoberflache eine Textur mit einer mittleren Rauhtiefe im Bereich von 3 bis 12 ym
eingestellt wird. Die texturierte Bandoberflache wird dann in einem weiteren Verfahrensschritt kontinuierlich mit Zinn oder einer Zinnbasislegierung
beschichtet. Zur Erreichung des angestrebten optischen Erscheinungsbildes der Bandoberflache ist es wesentlich, da3 das Verhéltnis von mittlerer
Rauhtiefe zu Dicke der Zinnschicht groBer als 1,2, vorzugsweise gro3er als 2 ist.
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